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(57) Abstract: The aim of the invention is to securely fasten 
wired components having a great mass or an unequal mass dis- 
tribution to a printed circuit board (60) without gluing the com- 
ponents to the printed board or retaining the same on the printed 
board by means of snap-in fixtures, as is commonly done. Said 
aim is achieved by integrating a holding device (65) for retaining 
a connecting wire or pin (1 1 1) of an electronic component (110) 
in a connecting bore (11) used for accommodating said connect- 
ing wire or pin (111). The holding device (65) represents a con- 
striction in the connecting bore (1 1) to a diameter that is smaller 
than the diameter of the connecting wire or pin (111). The hold- 
ing device (65) can be formed by a connecting bore (11) that is 
configured as a one-sided bore (16) which does not entirely pen- 
etrate the printed board (60), for example. In this case, one edge 
remains in place as a constriction (65) which clamps the connect- 
ing pin (1 1 1) of the respective component (1 10) and retains said 
component on the printed board. 

(57) Zusammenfassung: Um bedrahtete Bauteile groBer Masse 
oder mit ungleicherMasseverteilung sicher auf emfervLeiterpIatte 
(60) zu befestigen, ohne dafi die Bauteile, wie heute ublich , auf 
die Leiterplatte geklebt oder mit Snap-In-Halterungen auf der Leiterplatle gehallen werden, schlagt die Erfindung vor, in eine An- 
schluBbohrung (1 1) zur Aufnahme eines AnschluBdrahtes oder -pins (1 1 1) eines elektronischen Bauteils (1 10) eine Haltevorrichtung 
(65) zum Festhalten des AnschluBdrahtes oder -pins (111) zu integrieren. Die Haltevorrichtung (65) stellt eine Verengung in der An- 
schluBbohrung (1 1) auf einen Durchmesser dar, der kleiner ist als der des AnschluBdrahtes oder -pins (111). Beispielsweise kann 
die Haltevorrichtung (65) durch eine AnschluBbohrung (11) realisiert werden, die als einseitige aber nicht vollstMndig durch die 
Leiterplatte (60) hindurch gebohrte Bohrung (16) ausgcfuhrt ist. In dicscm Fall blcibt cin Rand als Verengung (65) stchcn, der den 
AnschluBpins (111) des betrachteten Bauteils (110) festidemmt und das Bauteil auf der Leiterplatte festhalt. 
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VerdflentUcht: 

— mit intenuaionalem Recherchenbericht 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



